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Analogue

Temperature Sensor

12-bit A/D (9ch) 1S/H

12-bit A/D (10ch) 1S/H

Memory

Code Flash 
(512KB, 768KB, 1MB)

SRAM (64KB) Parity

Data Flash (8KB)

SRAM (64KB) ECC

Timers

GPT 16-bit (6ch)

Low Power GPT (6ch)

WDT

GPT 32-bit (2ch)

HMI

Capacitive Touch Sensing 
Unit (20ch)

Communication

USB2.0 FS x1

CAN x2

I2C x2

SCI x6

SPI x1

System

Interrupt Controller

Low Power Modes

DTC

On-Chip Oscillator
HOCO (16,18,20MHz), 

LOCO (32KHz),
ILOCO (15KHz)

ELC

DMA (8ch)

Clock Generation

Safety

Memory Protection Unit

Flash Area Protection

IWDT

Clock Frequency 
Accuracy Measurement

CRC Calculator

Data Operation Circuit

SRAM Parity Check

ADC Self Test

ECC in SRAM

Package

LQFP 64,100, 144

BGA 64, 144

RA4M3 100MHz 32-Bit Arm® Cortex®-M33 Core NVIC  | JTAG | SWD | ETB

RTC, Calendar, Vbat, 
128Byte SRAM

SSI x1

Standby SRAM (1KB)

QSPI x1

SDHI / MMC

TrustZone

Block SWAP Function 12-bit DAC (2ch)

Security

AES (128/192/256)

Unique ID

TRNG

Key Management

RSA / ECC / DSA

SHA256 / SHA224

Tamper Detection

SPA/DPA Enhanced Resistance

TrustZone®を備えた100MHz高集積 
Arm®Cortex®-M33
Renesas RA4M3グループは、TrustZone®を備えた高性能Arm® 
Cortex®-M33コアを使用しており、セキュリティエンジンや豊富なコ
ネクティビティ機能を備えています。​セキュリティエンジンは高性能
かつ無制限のセキュアストレージと鍵の管理、およびBOMコストの
低減に貢献します。​

RA4M3はUSB 2.0 Full-Speed, SDHI, QSPやアナログ機能などを搭載
し、高性能でありながら119μA/MHzという低消費電力を両立したマ
イコンであるため、安全性の証明、大容量の内蔵RAMを必要とする
IoTアプリケーションに適しています。

RA8
240MHz~

RA6
~240MHz

RA4
~100MHz

RA2
~60MHz

メインストリーム 
/低電力

エントリ 
ライン

リッチ 
アナログ ワイヤレス モータ 

制御

	■ 100MHz Arm Cortex®-M33 w/ TrustZone®​
	■ セキュアエレメント機能​
	■ USB 2.0 Full-Speed, SDHIほか豊富な 

インタフェース​RA4M3

ターゲットアプリケーション

	■ セキュリティ（火災報知器、盗難警報器、 
パネル制御） ​

	■ 計測（電気、自動検針） ​
	■ 産業（ロボティクス、自動開閉装置、ミシン、自

動販売機、 UPS） ​
	■ HVAC（暖房、空調、ボイラ制御）​
	■ 音声認識機能搭載小型アプリケーション 

(カメラ、携帯型電子辞書、スマート電球)​
	■ 汎用

ブロック図

主な特長

	■ TrustZone®を備えた100MHz Arm® Cortex®-M33 ​
	■ セキュアエレメント機能 ​
	■ 512KB-1MBフラッシュメモリ、パ リティ付き	
64KB SRAM、ECC付き 64KB SRAM ​

	■ 仮想的にEEPROMの代用になる 
8KBデータフラッシュ ​
	■ 1KBスタンバイSRAM​
	■ 64ピンから144ピンまで揃えるパッケージ	
ラインアップ​

	■ 静電容量式タッチセンサユニット ​
	■ USB2.0フルスピード ​
	■ CAN 2.0B ​
	■ Quad SPI ​
	■ SCI（UART、簡易SPI、簡易I2C） ​
	■ SPI/I2C マルチマスタインタフェース ​
	■ SDHI 、MMC

32ビットMCUファミリ​

RENESAS RA4M3 グループ　 

http://www.renesas.com
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■本社所在地
〒 135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）
www.renesas.com

■商標について
Arm® および Cortex® は、Arm Limited の登録商標です。ルネサスおよびルネサスロゴはルネ
サス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所
有者に帰属します。

■お問合せ窓口
弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、
弊社ウェブサイトをご覧ください。
www.renesas.com/contact/

R01PM0078JJ0200

Renesas RA4M3グループ 

ソフトウェアパッケージ

Flexible Software Package (FSP)は、Renesas RAファミリを用いた組み込みシステ
ムを開発するために設計された、使いやすく、拡張性をもち、高品質なソフトウェ
アパッケージです。

FSPは、Azure® RTOS、FreeRTOS™、ベアメタル環境で動作する製品適用可能な品
質のドライバ、各種ミドルウェアスタック、Arm® TrustZone®やその他の高度なセ
キュリティ機能をサポートしており、セキュアなIoTデバイスを迅速かつ多彩な方法
で開発できます。

オープンソフトウェアエコシステムをベースとするFSPは、既存のソフトウェア資
産、パートナーのエコシステムソリューションの使用など、お客様の製品開発に柔
軟性をもたらします。

評価環境

統合開発環境e² studioは、ソフトウェア開発とデバッグを簡単かつ迅速に行うた
めの直感的なコンフィグレータおよびインテリジェントなコード生成をサポートし
ます。

発注時の参考情報

Azure RTOS FreeRTOS

Connectivity USB

Security File System

Graphics Trace

Real Time OS

Azure RTOS ThreadX FreeRTOS
Hardware Abstraction Layer

(HAL) Drivers

Board Support Package (BSP)

ARM TrustZone

Storage Capacitive
Touch

Security Controls &
Sensors

Connectivity USB

Security File System

Graphics

IDE Renesas e2studio Keil MDK IAR EWARM

コンパイラ
• GCC
• Arm Compiler
• IAR Arm Compiler

• Arm Compiler • IAR Arm Compiler

デバッグ 
プローブ

• Renesas E2/E2 Lite
• SEGGER J-Link

• SEGGER J-Link
• Keil ULINK  
 ​(limited support)

• IAR I-Jet  
  (limited support)
• SEGGER J-Link

プログラマ • Renesas PG-FP6    • SEGGER J-Flash    • パートナーソリューション

RA4M3グループの詳細についてはこちら: renesas.com/ra4m3

評価キット

	■ EK-RA4M3評価キットは、RA4M3グループの主要機能を容易に評価することが
でき、高度なIoTアプリケーションや組み込みシステムの開発に最適​

	■ Segger J-Link®によるオンボードデバック機能 ​
	■ キットの注文、ドキュメント、デザインパッケージ、開発ツール、ソフトウェアのダ

ウンロードはこちら: renesas.com/ek-ra4m3
	■ 製品名：RTK7EKA4M3S00001BE​​​

評価キット：RTK7EKA4M3S00001BE

フラッシュ 1MB
  R7FA4M3AF3CFM     R7FA4M3AF3CBQ    R7FA4M3AF2CBQ    R7FA4M3AF3CFP    R7FA4M3AF3CFB    R7FA4M3AF3CBM    R7FA4M3AF2CBM  RAM 128KB

データフラッシュ 8KB
フラッシュ 768KB

  R7FA4M3AE3CFM     R7FA4M3AE3CBQ    R7FA4M3AE2CBQ    R7FA4M3AE3CFP    R7FA4M3AE3CFB    R7FA4M3AE3CBM    R7FA4M3AE2CBM  RAM 128KB
データフラッシュ 8KB
フラッシュ 512KB

  R7FA4M3AD3CBQ    R7FA4M3AD2CBQ    R7FA4M3AD3CFB    R7FA4M3AD3CBM    R7FA4M3AD2CBM  RAM 128KB
データフラッシュ 8KB

ピン数 64pin 64pin 64pin 100pin 144pin 144pin 144pin
パッケージ LQFP BGA BGA LQFP LQFP BGA BGA

パッケージサイズ 10x10mm 6x6mm 6x6mm 14x14mm 20x20mm 7x7mm 7x7mm
ピンピッチ 0.5mm 0.65mm 0.65mm 0.5mm 0.5mm 0.5mm 0.5mm
動作温度 -40 to +105°C -40 to +105°C -40 to +85°C -40 to +105°C -40 to +105°C -40 to +105°C -40 to +85°C

http://www.renesas.com
http://www.renesas.com/contact/
http://renesas.com/ra4m3
http://renesas.com/ek-ra4m3

